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REsumo

Objetivos: Os objetivos deste trabalho foram avaliar a resisténcia de unifio de adesivos simplificados a um cimento
resinoso quimicamente ativado, assim como o efeito de um catalisador universal sobre estes valores, e a associagdo entre
o pH dos adesivos e a resisténcia de uniio com o cimento resinoso. Materiais e Métodos: Foi confeccionado um bloco
do cimento C&B Cement (Bisco), sendo o adesivo aplicado sobre este, seguido da constru¢ao de um segundo bloco.
Todos os adesivos simplificados foram utilizados com e sem o catalisador BondLink (Den-Mat). Estes foram embu-
tidos em resina acrilica, mantidos em recipientes a prova de luz por 24 horas, sendo entéio seccionados para obtencdo
de palitos com aproximadamente 0,49mm?. Ao total foram obtidos 25 corpos-de-prova para cada grupo. O pH de cada
adesivo foi medido com fitas medidoras. A resisténcia de unido foi verificada por meio do teste de flexdo de trés pontos
que foi realizado em mdquina de ensaio universal EMIC DL-2000. Resultados: Os valores médios de resisténcia de
unifo (MPa) para cada adesivo, sem e com a aplicagdo do BondLink, foram os seguintes, respectivamente: Scotchbond
Multi Uso (111,17); Single Bond (103,49 e 74,66); One Step Plus (105,94 e 72,88); Clearfil SE Bond (106,27 e 39,82);
AdheSE (101,27 e 59,38); Adper Prompt L-Pop (17,16 e 46,47). Conclusdes: Houve incompatibilidade somente entre
o adesivo Adper Prompt L-Pop e o cimento. O catalisador BondLink foi eficiente apenas para este adesivo. A unido

adesivo/cimento foi influenciada pelo pH dos adesivos.

UNITERMOS
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INTRODUCAO

Dentre os materiais resinosos, os sistemas adesivos
e as resinas compostas t€m sido uma alternativa esté-
tica as restaura¢des metalicas por mais de trés décadas,
possibilitando que os procedimentos adesivos expan-
dissem suas indicagdes e permitindo o surgimento de
novas alternativas de tratamento.
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Neste contexto, resinas compostas para cimenta-
¢do, também conhecidas como cimentos resinosos,
tém sido amplamente utilizadas em diferentes situa-
¢oes clinicas na Odontologia, em associacdo aos
sistemas adesivos, possibilitando a cimentacdo de
pinos intracanais e restauragdes indiretas em cerdmica
e composito.
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Os sistemas adesivos t€ém evoluido com o objetivo
da simplificaco, surgindo os chamados sistemas ade-
sivos simplificados. Estes materiais caracterizam-se
por apresentarem uma maior hidrofilia, assim como
mondmeros resinosos com grupo funcional 4cido, os
quais favorecem a redugao significativa do pH destes
materiais 2.

Justamente em relacdo aos sistemas adesivos sim-
plificados, alguns estudos t€m demonstrado uma baixa
resisténcia de unido entre estes materiais € 0s cimentos
resinosos ativados quimicamente 12, o que tem sido
confirmado clinicamente por meio de profissionais
relatando falhas de unifo nos casos de cimentagdo de
pinos intracanais e restauragdes indiretas. Acredita-se
que isto ocorra devido a interferéncia negativa dos
monomeros 4cidos presentes nos sistemas adesivos
sobre a reacdo redox, que € caracteristica dos mate-
riais ativados quimicamente . No caso dos cimentos
resinosos fotoativados, esta incompatibilidade nao €
observada uma vez que a polimerizagdo ocorre por
meio de fotoiniciadores '. J4 nos de dupla ativacao,

Quadro 1 —Materiais empregados no estudo

nas regides em que a luz ndo € incidida e a polimeri-
zacdo ocorre pela reagdo redox, tal incompatibilidade
pode ser observada .

Com o intuito de impedir esta incompatilidade,
foi desenvolvido o catalisador universal BondLink
(Den-Mat, Santa Maria, Califérnia, Estados Unidos),
que deve ser aplicado a superficie do adesivo simpli-
ficado com o objetivo de aumentar a unio entre este
€ 0 cimento resinoso quimicamente ativado.

Desta maneira, os objetivos deste trabalho foram
avaliar a resisténcia de unido de adesivos simplificados
a um cimento resinoso quimicamente ativado, assim
como o efeito de um catalisador universal sobre estes
valores, e a associacdo entre o pH dos adesivos e a
resisténcia de unido com o cimento resinoso.

MarTerials E METoODOS

A descricdo dos materiais empregados neste
estudo, nome comercial, fabricante e composicdo
quimica estdo listados no Quadro 1.

NOME COMERCIAL

FABRICANTE

COMPOSIGAO

Cimento resinosoC&B Cement

Bisco, Irving Park Rd, Schaumburg,
Estados Unidos

Bisfenol-A diglicidilmetacrilato, bisfenol-A di-
metacrilato etoxilado, silica, particulas de vidro

Adesivo do Scotchbond Multi
Uso

3M/ESPE , Saint Paul, Minessota,
Estados Unidos

Bis-GMA, 2-hidroxietilmetacrilato e aminas

Single Bond

3M/ESPE , Saint Paul, Minessota,
Estados Unidos

HEMA, Bis-GMA, agua, etanol, DMA, fotoini-
ciador, acido polialcendico, acido politaconico

One Step Plus

Bisco, Irving Park Rd, Schaumburg,
Estados Unidos

HEMA, Bis-GMA, acetona, particulas de vidro

Adesivo do Clearfil SE Bond

Kuraray, Kurashiki, Okayama, Japao

MDP, Bis-GMA, HEMA, dimetacrilato hidrofili-
co, di-canforoquinona, N/N-dietanol p-toluidina,
silica coloidal silanizada

Adesivo do AdheSE

Ivoclar/Vivadent, Liechtenstein

HEMA, dimetacrilato, diéxido de silica, inicia-
dores e estabilizadores

Adper Prompt L-Pop (3

3M/ESPE , Saint Paul, Minessota,
Estados Unidos

Liquido A: monoeti-HEMA fosfato, dimetacri-
lato, canforoquinona, amina aromatica e fenol
substituidos.

Liquido B: agua, HEMA, acido policarbonico,
dimetacrilato e fenol substituido

BondLink (Den-Mat)

Den-Mat, Santa Maria, Califérnia,
Estados Unidos

Comonodmero adesivo dissolvido em uma
solugdo de acetona e agua
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Inicialmente foi confeccionado um bloco retan-
gular metdlico com 6mmde altura, 6mm de largura e
12mm de comprimento que foi moldado com silicone
por adi¢cdo. O material de moldagem na consisténcia
de massa foi manipulado, colocado no interior de um
recipiente de acrilico retangular com 20mm de altura,
25mm de largura e 25mm de profundidade, sendo
entdo o bloco metilico introduzido até a metade de
seu comprimento no silicone por adi¢io. Decorrida a
polimerizag¢ao do silicone por adi¢do, o bloco metilico
foi retirado. O mesmo procedimento foi repetido para
obtencdo de um segundo molde. Desta forma, foram
obtidos dois moldes de dimensdes iguais. Em um dos
moldes foi confeccionado um orificio na parte superior
para permitir a insercdo do material.

O cimento resinoso quimicamente ativado C&B
Cement foi manipulado proporcionando comprimen-
tos iguais da pasta base e pasta catalisadora, sendo a
espatulagdo realizada por 15 segundos. Com auxilio
de uma seringa Centrix (Mark 3P, Shelton, Estados
Unidos) o material foi levado ao interior da matriz de
silicone por adi¢do até o seu preenchimento total em
incremento tnico, sob vibragdo, sendo aguardado dez
minutos para a polimerizacdo. Em seguida, foi apli-
cado o adesivo sobre a superficie exposta do cimento
resinoso, associado ou néo ao catalisador, conforme
0s seguintes grupos:

Grupo 1 — (controle): aplicacdo de uma camada
do adesivo Scotchbond Multi Uso durante vinte se-
gundos, seguido de leve jato de ar por cinco segundos
e fotoativagao por dez segundos;

Grupo 2 — aplicagdo de duas camadas do adesivo
Single Bond, seguido de leve jato de ar por cinco
segundos e fotoativacdo por 10 segundos;

Grupo 3 — aplicag@o de uma camada do catalisa-
dor BondLink e leve jato de ar. Aplicagdo do adesivo
Single Bond como descrito para o grupo 2, seguido
de aplicagdo de outra camada do catalisador;

Grupo 4 — aplicacdo de duas camadas do adesi-
vo One Step Plus durante 15 segundos, seguido de
leve jato de ar por 5 segundos e fotoativagdo por 10
segundos;

Grupo — aplicag@o de uma camada do catalisador
BondLink e leve jato de ar. Aplicagdo do adesivo One
Step Plus como desdrito para o grupo 4, seguido de
aplicacao de outra camada do catalisador;

Grupo 6 — aplicacdo de uma camada do adesivo
do Clearfil SE Bond, seguido de leve jato de ar e fo-
toativagao por 10 segundos;

Grupo 7 —aplicacdo de uma camada do catalisador
BondLink e leve jato de ar. Aplicac¢do do adesivo Cle-
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arfil SE Bond como descrito para o grupo seis, seguido
de aplicagdo de outra camada do catalisador;

Grupo 8 -: aplicacdo de uma camada do adesivo
do AdheSE, seguido de leve jato de ar e fotoativagcao
por 10 segundos;

Grupo 9 — aplicacdo de uma camada do catalisa-
dor BondLink e leve jato de ar. Aplicagdo do adesivo
AdheSE como descrito para o grupo 8, seguido de
aplicagdo de outra camada do catalisador;

Grupo 10 — a cépsula unidose do sistema adesivo
Adper Prompt L-Pop foi ativada. Uma primeira cama-
da foi aplicada durante 15 segundos, seguida de leve
jato de ar. Uma segunda camada foi aplicada durante
3 segundos, seguida de leve jato de ar. A fotoativacio
foi realizada por 10 segundos;

Grupo 11 — aplicacdo de uma camada do ca-
talisador BondLink e leve jato de ar. Aplicacdo do
adesivo Adper Prompt L-Pop como descrito para o
grupo dez, seguido de aplicagdo de outra camada do
catalisador.

Sobre cada bloco de cimento resinoso com o ade-
sivo aplicado, foi posicionada a segunda matriz de sili-
cone por adi¢do. O cimento resinoso foi manipulado
como descrito anteriormente e, por meio do orificio
localizado na parte superior da matriz, o material foi
aplicado dentro da matriz por intermédio de uma se-
ringa Centrix em um Unico incremento, também sob
vibragdo. Desta forma, foi obtido outro bloco com as
mesmas dimensdes do primeiro. Foram aguardados
dez minutos para a polimerizacdo do material, sendo
entdo os dois blocos de cimento resinoso unidos pelo
adesivo removidos da matriz de silicone por adicao.

Para cada grupo foram confeccionados dois con-
juntos de blocos em cimento resinoso unidos pelo
adesivo, totalizando 22 blocos. Estes foram embutidos
em resina acrilica quimicamente ativada utilizando,
paraisto, canos de PVC com 20mm de altura e 16mm
de didmetro interno. Os blocos embutidos em resina
acrilica foram mantidos em recipientes a prova de luz,,
a seco, a temperatura de 23+1°C por 24 horas. Decor-
rido o tempo de armazenamento, cada bloco embutido
em resina acrilica foi posicionado na méquina de
corte laboratorial Labcut 1010 (Extec Corp., Londres,
Inglaterra) e seccionado paralelamente ao longo do
eixo do tubo, nos eixos x e y, a velocidade de 500 rpm
com disco diamantado de alta concentracdo n° 15280
(Buehler, Lake Bluff, Illinois, Estados Unidos) sob
refrigeracdo a dgua.

Desta forma, foram obtidos palitos em que as duas
metades eram constituidas pelo cimento resinoso com
aproximadamente 0,49mm?de drea. Os corpos-de-pro-
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va foram medidos com paquimetro digital Mitutoyo
(Mitutoyo Sul Americana Ltda, Suzano, Sdo Paulo,
Brasil), sendo registradas a largura e a espessura
de cada corpo-de-prova. Ao total foram obtidos 25
corpos-de-prova para cada grupo, totalizando 275
corpos-de-prova.

Para verificar a unido adesivo/cimento foi realiza-
do o teste de flexao de tré€s pontos. Para isso foi confec-
cionada uma matriz metalica que apresenta dispositivo
de sustentagdo representado por duas hastes paralelas
com 14mm de altura, 12mm de profundidade, 3mm de
espessura e eqiiidistantes 8 mm entre si. Cada corpo-
de-prova foi posicionado sobre as hastes de modo que
a interface adesiva ficava exatamente na metade da
distancia entre estes. Em seguida, um carregamento
foi realizado na porcdo central do corpo-de-prova,
ou seja, na area de unido, por meio da utilizacdo de
uma haste metalica com 34mm de altura, 12mm de
profundidade e 3mm de espessura, de extremidade
afilada, que foi fixada & maquina de ensaio universal
EMIC DL-2000 (Sdo José dos Pinhais, Paran4, Bra-
sil). Foi empregada a velocidade de carregamento de
0,5mm/min., com célula de carga de 50 N, até a rup-
tura do corpo-de-prova. Os valores de forca méxima
para a ruptura da unido entre o adesivo e o cimento
resinoso foram obtidos em quilograma-forcga (kgf) e
convertidos para Newtons (N). Mediante a aplicacdo
de formula, a tensdo (resisténcia a flexao) foi calculada
e os valores obtidos em MPa (N/mm?).

Resisténcia a flexdo = 3.PI
2.b.d2

onde: P, € a carga maxima no ponto de fratura;
1, a distancia entre os suportes;
b, a largura do corpo de prova;
d, a espessura do corpo de prova

Os corpos-de-prova, apds o ensaio de flexao de trés
pontos, foram observados em lupa estereoscopica com
aumento de trinta vezes para definir o tipo de falha
que foi induzida. As falhas foram classificadas em trés
tipos: a) adesiva: rompimento da unido na interface
cimento resinoso / adesivo; b) coesiva no cimento
resinoso: rompimento ao nivel do cimento; ¢) mista:
rompimento na interface cimento resinoso/adesivo e
ao nivel do cimento.

Fitas para medicdo de pH de solu¢des Merck
Universalindikator (Darmstadt, Alemanha) foram
utilizadas para verificar o pH dos adesivos. A primeira
medida foi realizada com fitas de valores de pH entre
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0-14 e, a segunda, com fitas de valores de pH entre 0-7
com escala de 0,2-0,3. Gotas de cada adesivo foram
dispensadas de tal forma que a fita ficou totalmente im-
pregnada e, em seguida, feita a mensuragdo utilizando
aescala de cores fornecida na prépria embalagem das
fitas de pH.

Para comparagdo entre os grupos com e sem
aplicagdo do catalisador BondLink, os valores foram
submetidos ao teste de t-Student. Para comparacdo
entre os adesivos, os valores foram submetidos a
Andlise de Variancia e ao teste de Tukey ao nivel de
significancia de 1%. A associacdo entre a acidez dos
adesivos e a for¢ca de unido foi verificada por meio do
teste de correlagao de Pearson.

REsuLTADOS

O teste t-Student para amostras independentes
evidenciou diferencga significativa entre os grupos
com e sem a aplicacdo do BondLink (Tabela 1).
Para os adesivos Single Bond, One Step Plus, Cle-
arfil SE Bond e AdheSE os valores sem BondLink
foram estatisticamente superiores, ao contrdrio do
adesivo Adper Prompt L-Pop cujos valores com
BondLink foram estatisticamente superiores (p
= 0,01).

De acordo com a Andlise de Variancia e o teste
de comparacdes multiplas de Tukey (p<0,01) ndo
houve diferenca estatistica entre os adesivos Sco-
thbond Multi Uso (111,17 MPa), Clearfil SE Bond
(106,27 MPa), One StepPlus (105,94 MPa), Single
Bond (103,49 MPa) e AdheSE (101,27 MPa) sem
aplicacdo do BondLink, sendo estes valores estatis-
ticamente superiores ao Adper Prompt L-Pop (17,16
MPa) (Tabela 2).

Os valores de pH de cada adesivo estdo na Tabela
3. A Correlacdo de Pearson (r) entre os valores de re-
sisténcia a flexao de cada adesivo e o respectivo valor
de pH evidenciou uma associagao direta significativa
entre estas varidveis. O resultado obtido foi de 0,65
(r=0,65).

As falhas mistas foram predominantes em todos
os grupos, com excec¢do do adesivo Adper Prompt L-
Pop. Ocorreram falhas coesivas em cimento resinoso
quando empregado o adesivo Scotchbond Multi Uso
(9 corpos-de-prova), Single Bond (3 corpos-de-prova),
One Step Plus (3 corpos-de-prova) e Clearfil SE Bond
(4 corpos-de-prova). Quando empregado o catalisa-
dor BondLink, nos grupos em que houveram falhas
coesivas em cimento resinoso, estas passaram a ser
adesivas ou mistas (Tabela 4).
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Tabela 1 — Comparacgao das médias de resisténcia a flexao (MPa) entre os grupos com e sem BondLink

Grupo N Média Desvio-padrao CV p
Single Bond 25 103,49 18,67 18% 0,01*
Single Bond+BondLink 25 74,66 13,60 18%

One Step Plus 25 105,94 14,63 14% 0,01*
One Step Plus+BondLink 25 72,88 19,98 27%

Clearfil SE Bond 25 106,27 13,76 13% 0,01*
Clearfil SE Bond+BondLink 25 39,82 13,86 35%

AdheSE 25 101,27 14,69 14% 0,01*
AdheSE+BondLink 25 59,38 11,80 20%

Adper Prompt L-Pop 8 17,16 7,09 41% 0,01*
Adper Prompt L-Pop+BondLink 7 46,47 6,57 14%

* diferenga significativa entre as médias (p < 0,01)

Tabela 2- Comparacgao das médias de resisténcia a flexdao (MPa) entre os grupos sem BondLink

Grupo n Média Desvio-padrao CV P
Scotchbond Multi Uso 25 111,174 23,18 21% 0,01*
Clearfil SE Bond 25 106,274 13,76 13%

One Step Plus 25 105,944 14,63 14%

Single Bond 25 103,49* 18,67 18%

AdheSE 25 101,274 14,69 14%

Adper Prompt L-Pop 8 17,168 7,09 41%

* médias seguidas de mesma letra ndo diferem entre si ao nivel de 1% pelo teste de Tukey.

Tabela 3 — Valores de pH dos adesivos.

Adesivo pH
Scotchbond Multi Uso 5,0
Single Bond 4,3
One Step Plus 4,3
AdheSE 5,0
Clearfil SE Bond 3,5
Adper Prompt L-Pop 1,0

Cienc Odontol Bras 2005 abr./jun.; 8 (2): 45-53
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Tabela 4 — Tipos de falhas

Grupo Falha adesiva Falha coesiva Falha mista
Scotchbond Multi Uso 3 9 13
Single Bond 7 3 15
Single Bond + BondLink 11 0 14
One Step Plus 7 3 15
One Step Plus + BondLink 6 0 19
Clearfil SE Bond 9 4 12
Clearfil SE Bond + BondLink 4 0 21
AdheSE 10 0 15
AdheSE + BondLink 12 0 13
Adper Promp L-Pop 8 0 0
Adper Prompt L-Pop + BondLink 7 0 0

Discussio

Na associacao entre adesivos e cimentos resinosos,
a literatura mostra haver uma incompatibilidade entre
os sistemas adesivos simplificados autocondicionantes
de frasco tnico e o cimento resinoso quimicamente
ativad01,3,l1-2,16—7,19-20'

Com o intuito de evitar esta incompatibilidade, foi
desenvolvido o catalisador BondLink. Segundo infor-
macdes do fabricante, este produto deve ser aplicado
na superficie do adesivo polimerizado previamente a
unido com o cimento resinoso quimicamente ativado
ou de ativacdo dual. No presente estudo, o Scotchbond
Multi-Uso foi empregado como grupo controle, e o
Single Bond por ser um dos sistemas adesivos indicados
para uso com o catalisador BondLink. O One Step Plus
foi empregado por ser da mesma geracdo do Single
Bond. Os sistemas adesivos Clearfil SE Bond e AdheSE
foram utilizados como sistemas representativos dos que
contém primer autocondicionante, e o Adper Prompt
L- Pop como adesivo autocondicionante.

Para verificar uma possivel incompatibilidade,
assim como a efetividade do catalisador BondLink,
foi avaliada a resisténcia de unido dos adesivos com
o cimento resinoso quimicamente ativado C&B Ce-
ment, empregando a metodologia de micro-flexdo de
trés pontos. Segundo a metodologia empregada, foi
obtida somente a interface adesivo/cimento, assim
como o estudo de Franco et al.? (2002), diferente
de outros estudos que avaliam sobre o substrato
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dentinario, obtendo duas interfaces, dentina/adesivo
e adesivo/cimento*!'!->17:1920 Em virtude disto, para os
sistemas adesivos Scotchbond Multi Uso, Clearfil SE
Bond e AdheSE foi aplicado somente o adesivo e ndo
o primer, porque € justamente o adesivo que fica em
contato direto com a superficie do cimento resinoso.

A partir dos resultados de resisténcia de unido
obtidos, sem aplicacdo do BondLink (Tabela 2), pode-
se sugerir que ndo houve incompatibilidade entre os
adesivos Single Bond, One Step Plus, Clearfil SE Bond
e AdheSE com o cimento resinoso, uma vez que estes
ndo diferiram estatisticamente do grupo controle. A
incompatibilidade foi observada com o Adper Prompt
L-Pop, sendo os valores de resisténcia de unido muito
baixos. Esta incompatibilidade foi confirmada pelo
fato de vérios corpos-de-prova terem falhado na area
de unido durante o procedimento de corte, sendo pos-
sivel obter somente 8 corpos-de-prova.

A justificativa para a incompatibilidade entre um
adesivo e um cimento resinoso quimicamente ativado
seria a presenca de mondmeros 4cidos nos sistemas
adesivos, os quais reduzem o pH das solugdes. Estes
mondmeros 4cidos ndo se polimerizam totalmente na
camada mais externa do adesivo, levando a complexas
transferéncias de carga entre os mondmeros e a amina
tercidria presente no cimento resinoso, impedindo
esta dltima de participar da reagdo de redox e, conse-
qiientemente, interferindo negativamente no processo
de polimerizacdo da camada do cimento resinoso que
estd em contato com o adesivo 117,
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Os mondmeros 4cidos presentes nos sistemas ade-
sivos simplificados tém a fun¢do de desmineralizar
a superficie dentdria. O pH dos adesivos esta direta-
mente relacionado a concentragdo destes mondmeros
na solucdo, assim como o tipo de mondmero 4cido
empregado em cada sistema adesivo °.

No presente estudo, verificou-se o pH dos adesivos
e os resultados mostraram haver uma associago posi-
tiva entre o pH e a resisténcia de unifo entre o adesivo
€ 0 cimento resinoso quimicamente ativado. O menor
valor de pH observado foi para o Adper Prompt L-Pop
(pH=1,0), apresentando a menor média de resisténcia
de unido ao cimento resinoso, provavelmente por ter
o mondmero dcido monoetil-HEMA fosfato em alta
porcentagem assim como o dcido policarbdnico em
sua composi¢ao. Ja o adesivo Scotchbond Multi-Uso
teve a maior média de resisténcia de unido e pH=5,
pois ndo apresenta mondmeros dcidos em sua com-
posicao. Sanares et al.'! (2001), Dong et al.? (2003)
também encontraram correlagio positiva entre pH e
resisténcia de unido.

O Clearfil SE Bond apresentou valor de pH=3,5,
pois contém o mondmero dcido MDP. Apesar de
ter sido o segundo menor valor de pH, este adesivo
ndo diferiu estatisticamente dos sistemas adesivos
Scotchbond Multi-Uso, Single Bond, One Step Plus
e AdheSE. Segundo Hagge & Lindemuth* (2001), a
incompatibilidade entre os materiais pode ocorrer
devido a componentes especificos de cada sistema
adesivo. Possivelmente, as microparticulas de carga
presentes no adesivo do Clearfil SE Bond possam ter
favorecido para a obtengado dos valores de resisténcia
de unido comparaveis ao do grupo controle, mesmo
com um pH inferior.

O adesivo One Step Plus (pH=4,3) e o adesivo
AdheSE (pH=5,0) ndo diferiram estatisticamente do
grupo controle, fato este que pode ser explicado por
estes adesivos ndo apresentarem mondmeros 4cidos na
composi¢do, confirmando os achados da literatura de
que os mondmeros dcidos sio os responsdveis pela in-
terferéncia na polimerizagao do cimento resinoso'!°.
Apesar do Single Bond (pH=4,3) apresentar o acido
polialcendico e 4cido politacdnico na composicao,
estes nao interferiram negativamente na unido com o
cimento resinoso, possivelmente por estarem presentes
em uma baixa porcentagem.

Apesar de ter sido observada incompatibilidade
somente para o Adper Prompt L-Pop, todos os ade-
sivos foram associados ao catalisador BondLink,
visto que o fabricante recomenda seu uso com um
dos adesivos testados no presente estudo (Single
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Bond), além de haver a expectativa de que o mesmo
poderia potencializar a unido com os outros adesi-
VOS.

Os resultados mostraram que o catalisador Bon-
dLink interferiu negativamente, pois os valores foram
inferiores quando este produto foi aplicado, mesmo
para o adesivo Single Bond. A exce¢do foi para o
adesivo Adper Prompt L-Pop, sendo que os valores
duplicaram com a aplica¢do do catalisador. No en-
tanto, ¢ importante ressaltar que foi possivel obter
somente sete corpos-de-prova, ocorrendo também
a perda dos mesmos durante o corte. Isto sugere o
questionamento se este produto € realmente eficiente
e se, clinicamente, sua utilizacdo seria significativa-
mente relevante. Além disto, quando empregado o
catalisador, nos grupos em que houve falhas coesivas
no cimento resinoso, estas passaram a ser adesivas ou
mistas, concordando com Leloup et al.® (2001), que
afirmaram que quanto maior a resisténcia de unido,
maior o nimero de falhas coesivas.

O fabricante do BondLink ndo disponibiliza o
mondmero empregado neste produto, o que torna
dificil identificar possiveis causas para os resultados
encontrados. Independente disto, possivelmente al-
guma interacao foi responsdvel para o efeito negativo
com a maioria dos sistemas adesivos empregados.
O estudo de Tay et al.’* (2003), também verificou
melhores resultados de resisténcia de unido entre o
adesivo autocondicionante de um tnico passo Xeno
CF Bond (Dentsply) e uma resina composta quimi-
camente ativada empregando o BondLink. Portanto,
sugere-se que este catalisador seja eficiente somente
com adesivos autocondicionantes que apresentam um
reduzido pH.

Em relacdo a metodologia empregada, ndo
se encontrou na literatura descri¢do similar. A
principio, o ensaio de flexdo de trés pontos tem
sido utilizado para avaliar a resisténcia transversa
de materiais e, consecutivamente, o médulo de
elasticidade em corpos-de-prova com 25 x 2 x
2mm segundo a especificagdo ISO 4049 22, No
presente estudo, o ensaio de flexao de trés pontos
foi realizado com corpos-de-prova de dimensdes
reduzidas. Isto poderia caracterizar este ensaio
como micro-flexdo de trés pontos, assim como
ja existe o ensaio de microtragdo "5 e o ensaio
de microcisalhamento 3134, Esta metodologia foi
considerada adequada para avaliar a eficdcia da
utilizagdo do catalisador, visto que a diferenca
entre os grupos testados com e sem o seu uso foi
significativa. Também se observa que os valores
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sdo relativamente altos quando comparados com -
metodologias tradicionais de resisténcia de unido

a tracdo’” e resisténcia de unido ao cisalhamento®,

pois, segundo Van Noort et al.*! (1989), os ensaios

de resisténcia de unido sdo altamente dependentes -
da geometria dos aparatos.

CoNcLUsAO

Com a metodologia empregada, foi possivel obter
as seguintes conclusoes:

a resisténcia de unido foi similar para todos os
adesivos, com exce¢do do Adper Promp L-Pop,
demonstrando incompatibilidade deste com o
cimento resinoso quimicamente ativado;

o catalisador nao foi eficiente no aumento da
unido entre os adesivos e o cimento resinoso
quimicamente ativado, com exce¢do do Adper
Prompt L-Pop;

- houve associagdo direta entre o valor de pH
dos adesivos e a unido com o cimento resinoso
quimicamente ativado.

ABSTRACT

Objectives: The purpose of this study was to evaluate the bond strength of simplified adhesives to a self-cured resin ce-
ment, as well as the effect of a universal catalyst upon these values, and the association between pH levels of adhesives
and bond strength with the resin cement. Materials and Methods: A cement block C&B Cement (Bisco) was made, the
adhesive was applied over this, followed by the construction of a second block. All of the simplified adhesives were
used with and without the BondLink (Den-Mat) catalyst. The blocks were inserted into acrylic resin, kept in lightproof
containers for a period of 24 hours, and were then cut to obtain slices of approximately 0,49mn?’. In total, 25 specimens
were obtained for each group. The pH of each adhesive was measured using measuring strips. Bond strength was veri-
fied by applying a three-point bending flexural test performed on a universal testing machine (EMIC DL-2000). Results:
Mean bond strengths (MPa), for each adhesive, with and without BondLink application, respectively, were the following:
Scotchbond Multi Purpose (111.17); Single Bond (103.49 and 74.66); One Step Plus (105.94 and 72.88); Clearfil SE
Bond (106.27 and 39.82); AdheSE (101.27 and 59.38); and Adper Prompt L-Pop (17.16 and 46.47). Conclusions: There
was incompatibility only between the Adper Prompt L-Pop adhesive and the cement. The BondLink catalyst was only
efficient for this adhesive. The adhesive-cement bond was influenced by the pH values of the adhesives.
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